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2020-2021年度先进半导体技术与创新应用项目征集与评选
参与须知

各项目参与单位/人向组委会提交《项目信息表》及《承诺书》即视为同意参加极智创业营之有效承诺，如有特殊原因需要放弃或退出，需向组委会提交书面申请 。
项目要求：2020至2021年在研、推动实施中的第三代半导体相关项目，包含但不限于创意阶段、可研与立项阶段、融资孵化阶段、加速阶段、产业化阶段等。
征集与路演时间：
第一轮征集时间：2-4月，路演时间：5月
第二轮征集时间：5-7月，路演时间：8月
第三轮征集时间：8-10月，路演时间：11月
评审流程:1、项目征集-->2、项目初审-->3、区域路演-->4、区域对接-->5、项目总评-->6、颁奖典礼、展示、对接
请项目参与单位/人务必准备以下资料：
1．《信息表》《承诺书》。
2.项目照片或企业LOGO（高清大图）。
3．项目文字简介（字数限制在300字以内）。
4．路演展示文档（统一使用PPT格式），所有入围项目会获得组委会颁发的入围表彰证书。路演项目采用10分钟现场项目路演+5分钟专家提问的评审形式。
以上资料请统一发送至组委会项目征集邮箱：zhengji@casmita.com。

附件：信息表、承诺书
2020-2021年先进半导体技术与创新应用项目征集与评选
信息表
	单位名称
	

	单位地址
	

	项目名称
	

	联系人
	
	联系方式
	
	邮箱
	

	核心团队情况                 （不少于3人） 

	姓名
	职务
	年龄
	毕业/就读院校
	学历

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目介绍

	商业模式
	（初评使用，字数不限）

	[bookmark: _GoBack]市场情况
	（初评使用，字数不限）

	营收规划
	（初评使用，字数不限）

	融资情况
	融资情况及融资需求

	意向落地
	


注：信息表、承诺书请发附件至：zhengji@casmita.com。



2020-2021年度先进半导体技术与创新应用项目征集与评选
承诺书
极智创业营组委会：
　　本人系参与极智创业营项目征集与评选团队/企业之成员，本人自愿参加2020-2021年度先进半导体技术与创新应用项目征集与评选活动。为共同保障活动之顺利进行，本人承诺如下：
　　1、本人在参与期间将遵守当地法律规定和遵循组委会之安排，否则如出现经济法律之责任，均由本人承担责任。本人本次行程已告知直系亲属并征得其同意，如出现突发事件，组委会可与之取得联系协商解决具体事宜。
　　2、本人承诺本人以及本团队/企业提交的材料以及期间陈述内容真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本项目不存在侵犯他人知识产权、技术秘密或商业秘密之行为。
　　3、本人知晓组委会已经就本团队/企业的内容向相关参与项目评审的评委、创投机构和融资机构代表，履行了维护知识产权、技术秘密和商业秘密等方面的尽职告知义务。本人同意组委会为实现本团队/企业的融资需求，根据本项目内容或陈述内容向相关投资机构代表、企业家代为引荐、宣传或接洽。如对组委会上述行为有保留意见的，本人将向组委会发出书面特别声明以明确公开的对象和范围。
　　4、本承诺与本团队/企业的承诺具有一致性。
　　5、参与者需在填报信息表及路演时手写签名本承诺、原件/扫描件供组委会存档之用。
承 诺 人：
证件号码：
年   月    日
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